
Montadora 3D híbrida modular

Especificaciones S10 Especificaciones S20

Capacidad de alimentador

90 líneas (conversión cinta 8 mm)

Tamaño máximo de placa

1.300 x 510 mm (opcional)

Anchura de la máquina

1.250 mm

Componentes aplicables

0201 mm a 120 x 90 mm (opcional)

Anchura de la máquina

1.750 mm

Componentes aplicables

0201 mm a 120 x 90 mm (opcional)

Capacidad de alimentador

180 líneas (conversión cinta 8 mm)

Tamaño máximo de placa

1.830 x 510 mm (opcional)

serie



Revolución de la producción
Máxima flexibilidad

Cámara fiducial en color
Desarrollo de nueva cámara en color y el sistema de 
iluminación garantizan una robusta verificación de puntos 
de dispensación.

Nueva unidad de cabezal para mayor 
velocidad de colocación
Nuestro cabezal de 12 ejes 2 teta ha sido rediseñado 
para la colocación de alta velocidad, pero también ha 
sido diseñado para para posibilitar la colocación de 
componentes grandes. El nuevo diseño también hace 
que el cabezal de 12 ejes sea extremadamente eficaz 
en la colocación a alta velocidad de LEDs.

Mejora a 3D MID
Las S10 y S20 ofrecen capacidades de distribución 
y colocación en aplicaciones estándar de PCB, pero 
también ofrecen funcionalidad opcional para PCBs 
irregulares, tales como: superficies cóncavas/convexas, 
inclinadas y curvas. Para asegurar que la Serie S esté 
preparada para la producción de 3D MID (Dispositivos 
de Interconexión Moldeados), las máquinas tienen 
estructuras XY pre-configuradas que permitirán 
actualizaciones para crear aplicaciones 3D MID para 
requisitos del sector de automoción, medicina y 
telecomunicaciones del futuro.

Max. Capacidad de alimentación 
180 carriles
El S20 puede alojar máx. 180 alimentadores 
(45 carriles x 4 posiciones, conversión de cinta de 8 mm). 
El S10 puede alojar máx. 90 alimentadores 
(45 carriles x 2 ranuras, 8 mm de conversión de cinta).

Capacidad de manejo de 
placas grandes
Puede manejar una placa máxima de 1240 × 510 mm 
(S20) sin colocar la PCB en varias posiciones para 
su colocación. Tamaño máx. opcional de placa de 
1830 x 510 mm (S20) disponible.

Amplia capacidad de manejo 
de componentes
Con una sola cámara estándar se pueden manejar 
componentes 01005 hasta máx. de 120 x 90 mm. También 
disponible como opción el manejo de componentes 0201 
(mm) de chip ultra-minúsculo. La altura máx. del compo-
nente es de 30 mm (altura del componente + grosor de la 
placa), la más grande de su clase en el mercado.

 Cabezal de 12 ejes 2 teta

Montadora 3D híbrida modular
series

510mm

1,830mm



Medidas externas (mm)

Opciones
• Capacidad de manipulación de chips 0201 mm
• Función de comprobación de punto dispensador
• 3D-MID
• Cámara fija trasera multi-escáner 
• �Banco de alimentación trasero fijo 

F3/F1/F2 de 36 carriles
• Banco de alimentación fijo F3 de 45 carriles
• Switches laterales traseros
• Sistema de funcionamiento trasero
• UPS4
• Extensión del transportador, entrada / salida
• Sistema de verificación de setup de componentes
• Reubicación del alimentador
• Caja de residuos de cinta

• Iluminación interior
• Sensor de coplanaridad de patas de componentes
• Cubierta de seguridad delantera/trasera
• Unidad de sujeción para CFB/CTF
• �Carro intercambiable CFB-36E or CFB-45E F3 

para alimentadores eléctricos
• Carro intercambiable CFB-36 F1/F2 de alimentadores
• �Alimentador de bandejas intercambiables de 

tipo cassette CTF-36C
• Alimentador de bandeja fija tipo cassette FTF-36C
• Estación de bandeja extraíble RTS-1
• Alimentadores de componentes
• Software de programación fuera de línea
• iQvision

Compatibilidad total CFB/CTF
El carro intercambiable de alimentadores CB-36, 
CFB-36E y el recientemente desarrollado 
CFB-45E, así como el alimentador de bandeja 
intercambiable CTF-36C, se pueden utilizar tanto 
en el S10 como en el S20 con compatibilidad total 
con el M10 y el M20. Además. CFB y CTF para el 
M10 y M20 son compatibles con el nuevo S10 y S20.

Estación auto cambiadora de boquillas
La estación ANC puede acomodar máx. 
24 boquillas. También hay disponible como 
opción otra estación ANC que puede acomodar 
máx. 40 boquillas.

*Las configuraciones en las imágenes pueden ser diferentes de la estándar.
*La especificación y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso. (Julio 2016) 010108E1607A43C

* Ajustada a S20 en las imágenes superiores
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CFB-45E + CFB-36E CTF-36C × 2 CTF-36C + CFB-45E
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Especificaciones
Tamaño de la placa (con buffer sin usar) Min. L 50 x A 30 mm a Max. L 1.830 x A 510 mm (estándar L1.455)

(con buffer de entrada y salida usado) Min. L 50 x A 30 mm a Max. L 540 x A 510 mm

Grosor de la placa 0,4 – 4,8 mm

Dirección de flujo de la placa izquierda a derecha (estándar)

Velocidad de transferencia de la placa Máx. 900 mm/sg

Velocidad de colocación 
(12 cabezales + 2 teta en condiciones óptimas) 0,08 sg/CHIP (45.000 CPH)

Precisión de colocación A (μ+3 ) CHIP +/- 0,040 mm

Precisión de colocación B (μ+3 ) IC +/- 0,025 mm

Ángulo de colocación +/- 180 grados

Control del eje Z / eje teta Servo motor CA

Altura del componente Máx. 30 mm *1 (componentes pre-colocados: máx. 25 mm)

Componentes aplicables 00201 (mm) – 120 x 90 mm, BGA, CSP, conector, etc. (estándar 01005 -)

Encapsulado de componentes Cinta de 8 – 56 mm (Alimentadores F1/F2), 
Cinta 8 – 88 (Alimentadores eléctricos), Stick, bandeja

Comprobación de retirada Comprobación de aspiración y de visión

Lenguaje de pantalla Inglés, chino, coreano, japonés

Fijación de la placa
Unidad de agarre de la placa, referencia frontal, 
ajuste de anchura de transportador automático

Numero de posiciones del alimentador Max 180 types (8 mm tape), 45 lanes x 4

Altura de transferencia 900 +/- 20 mm

Dimensiones de la máquina, peso L 1750 x F 1750 x A 1420 mm, aproximadamente 1450 Kg

Especificaciones
Tamaño de la placa (con buffer sin usar) Min. L 50 x A 30 mm a Max. L 1.330 x A 510 mm (estándar L955)

(con buffer de entrada o salida usado) Min. L 50 x A 30 mm a Max. L 420 x A 510 mm

(con buffer de entrada y salida usado) Min. L 50 x A 30 mm a Max. L 330 x A 510 mm

Grosor de la placa 0,4 – 4,8 mm

Dirección de flujo de la placa izquierda a derecha (estándar)

Velocidad de transferencia de la placa Máx. 900 mm/sg

Velocidad de colocación 
(12 cabezales + 2 teta en condiciones óptimas) 0,08 sg/CHIP (45.000 CPH)

Precisión de colocación A (μ+3 ) CHIP +/- 0,040 mm

Precisión de colocación B (μ+3 ) IC +/- 0,025 mm

Ángulo de colocación +/- 180 grados

Control del eje Z / eje teta Servo motor CA

Altura del componente Máx. 30 mm *1 (componentes pre-colocados: máx. 25 mm)

Componentes aplicables 00201 (mm) – 120 x 90 mm, BGA, CSP, conector, etc. (estándar 01005 -)

Encapsulado de componentes Cinta de 8 – 56 mm (Alimentadores F1/F2), 
Cinta 8 – 88 (Alimentadores eléctricos F3), Stick, bandeja

Comprobación de retirada Comprobación de aspiración y de visión

Lenguaje de pantalla Inglés, chino, coreano, japonés

Fijación de la placa
Unidad de agarre de la placa, referencia frontal, 
ajuste de anchura de transportador automático

Numero de posiciones del alimentador Máx, 90 tipos (cinta de 8 mm), 45 líneas x 2

Altura de transferencia 900 +/- 20 mm

Dimensiones de la máquina, peso L 1250 x F 1750 x A 1420 mm, aproximadamente 1150 Kg

*1 : Grosor de placa + altura de componente = Máx. 30 mm

Yamaha Motor Intelligent Machinery (IM) es una subsidiaria de Yamaha Motor Company. Versión: Abril 2017

* Bajo condiciones óptimas  ** Bajo condiciones normales según lo definido por Yamaha Motor

Algunas especificaciones y partes de apariencia externa están sujetas a cambios sin previo aviso.
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